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Den Bedarf zur Vernetzung in 
allen Bereichen sehen Exper-

ten aus der Distribution als einen 
der wichtigsten Technologietrends. 
Eine Schlüsselrolle wird 5G spielen 
– und dabei möchte auch die Distri-
bution ein gewichtiges Wort mitre-
den. »5G wird nicht nur die Art der 
Kommunikation im privaten Um-
feld beeinflussen, sondern auch im 

Geschäftsumfeld einiges verändern. 
Die Potenziale für die Distribution 
sind mannigfaltig, speziell in Berei-
chen, in denen die großen Drei 
Ericsson, Nokia und Huawei keine 
Aktivitäten entwickeln wollen«, 
fasst Michael Röder zusammen, 
Manager Software and Services 
EMEA von Avnet Silica. Als Bei-
spiele dafür nennt er 5G-Kommu-

Standards: »COM-HPC ist Wegbe-
reiter für neue Technologien, COM 
Express und SMARC sind aktuell 
und noch einige Jahre Mainstream, 
PC/104 und ETX sind im Rückzug 

und werden in Kürze ganz ver-
schwinden.« Als sinnvolle Ergän-
zung sieht Roland Chochoiek, Exe-
cutive Vice President Business Unit 
Electronics bei Heitec, 

Mobilfunk-Provider lassen viele Einsatzbereiche unberücksichtigt 

Was 5G für die Distribution bedeutet
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nikation für Bereiche wie Hotels, 
Stadien, Messen, Flughäfen, Veran-
staltungen wie Konzerte oder große 
Treffen, wo viele Menschen auf 
relativ engem Raum zusam-
menkommen. »Zudem 
sehen wir bei den 
5G-Testern gute 
Möglichkei-

Wolfram konnte bisher für den 3D-Druck nicht verwendet werden, denn es ist spröde und  
schwer zu verarbeiten. Wie es doch gelingt, das Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt geschmeidig genug  

für die additive Fertigung zu machen, lesen Sie auf  Seite 62
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Mit COM-HPC hat die PICMG 
jüngst einen neuen Standard 

für Computermodule ratifiziert. 
COM-HPC folgt auf COM Express, 
SMARC und Qseven als weiterer 
neuer Standard für Embedded-Mo-
dule und wird von der Branche als 
die Zukunft für High Performance 
Computing angekündigt und als un-
abdingbar für leistungsfähige Edge-
Rechner angesehen. Leistung ist 
ausschlaggebend, wenn es um digi-
talisierte Prozesse und in dem Zuge 
beispielsweise um Rechenzentren 
der Zukunft geht. Immer mehr stellt 
sich jedoch die Frage nach einem 
Zuviel an Standards für Computer-
module.

Laut Norbert Hauser, Vice Pre-
sident Marketing bei Kontron, sind 
es jedoch genau ausreichend viele Seite 3
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Standards für Embedded-Computermodule

Braucht die Branche nun 
auch noch COM-HPC?
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Sie müssen nicht nach den Sternen greifen, wenn 

der EBV-Kosmos zum Greifen nah ist. Dafür haben 

wir unseren Finger seit mehr als 50 Jahren am Puls 

der Zeit. Immer auf der Suche nach den neuesten 

Technologien, Trends und dem größten Nutzen für 

unsere Kunden. Wir vereinen 

unser Wissen in einem Kosmos voller Möglichkeiten.

Entdecken Sie heute die Technologie von morgen. 

Packen Sie es an und setzen Sie sich noch heute mit 

Ihrem EBV-Spezialisten in Verbindung.

EBV. Passion. Technology.

ebv.com

Entdecken 
Sie unseren 
EBV-Kosmos

Technology. Passion. EBV.
ebv.com
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Produktservice für Einkauf und Entwicklung

Kühlkörper  
neu gedacht

Sepa Europe und APWorks kooperieren in 
Form eines gemeinsamen Projektes mit dem 
Ziel, mehr Kühlleistung pro Volumen zu errei-
chen: Bei dem Chip Cooler „HXB“ von Sepa 
handelt es sich um eine kompakte Lüfter-Kühl-
körper-Kombination, die aus einem Stiftkühlkör-
per (Kühligel) und einem passenden, aufgesetz-
ten Lüfter besteht. Für viele Anwendungsfälle ist 
diese preislich attraktive Kombination ideal und 
liefert auch ausreichend Kühlleistung. Doch geht 
da nicht noch mehr? Durch den metallischen 
3D-Druck, auch additive Fertigung genannt, ist 
APWorks in der Lage, geometrisch hochkom-
plexe Kühlkörper herzustellen. Die Stiftkühlkör-
per von Sepa konnten somit optimiert werden 

und schließen nun die Lücke, dort wo Standard-
Kühlprodukte nicht mehr ausreichen. Ohne an 
den äußeren Abmessungen etwas verändern zu 
müssen oder den Lüfter leistungsstärker auszu-
legen, kann mit der additiv hergestellten Vari-
ante eine 30 Prozent effizientere Abwärmeleis-
tung realisiert werden. Unter der Bezeichnung 
„3DQler“ haben die beiden Unternehmen ein 
Kühlungskonzept entwickelt, das viele Vorteile 
bietet: Designfreiheit in Bezug auf den Bauraum 
sowie eine Senkung der Herstellkosten. 
Sepa Europe, info@sepa-europe.com 
www.sepa-europe.com, Tel. 07634 59459-0

Effizient kühlen
Passgenaue Hochleistungskühlkörper gehören 
zum Portfolio von CTX. Das Unternehmen kann 
verschiedene Kühlkörper-Geometrien, Materi-
alien und Herstellungsmethoden kombinieren, 
um eine individuelle Lösung zur Kühlung der 
Leistungselektronik zu finden. Zu den Ferti-
gungstechnologien gehören z. B. Extrudieren, 
Kaltfließpressen, Crimpen, Bonden, Reibrühr-
schweißen, Hartlöten und das Schaben von La-
mellen aus dem Block. Mit den eingesetzten 
Methoden lässt sich eine extrem große wärme-

leitende Oberfläche auf kleinem Raum realisie-
ren sowie ein minimaler Wärmewiderstand 
zwischen Kühlkörperbasis und Kühlrippen. Zum 
Angebot von CTX gehören auch passgenaue 
Druckgusskühlkörper sowie Flüssigkeitskühl-
körper. Bei Bedarf kann CTX die Kühlkörper 
durch eine nachträgliche CNC-Bearbeitung 
und/oder eine Oberflächenveredelung optimie-
ren. Dabei gleicht die CNC-Bearbeitung nach 
Zeichnungsvorgabe fertigungsbedingte, unver-
meidliche Toleranzabweichungen aus und ver-
bessert auf diese Weise den Kontakt zwischen 
der elektronischen Komponente und dem Kühl-
körper. Die Oberflächenveredelung durch Elo-
xieren, Pulverbeschichten, Chromatieren oder 
Lackieren dient dem Korrosionsschutz. (cp)
CTX Thermal Solutions 
info@ctx.eu, www.ctx.eu 
Tel. 02153 7374-0
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Bei ASSMANN WSW components ist Vielfalt und Individualität der Standard!
Als weltweiter Hersteller und Lieferant realisieren wir Ihre individuellen Projekte von
Einzeladerkonfektionierung bis zu komplexen Kabelbäumen.

Vorteile im Überblick

• Breites Produktportfolio an Standard-Steckverbindern (M5 - M23) konfektionierbar
• Kundenspezifische, farbig umspritzte Hauben und Zugentlastungen möglich
• Sonderversionen wie z.B. halogenfreie Leitungen (MOQ 3km)
• Unterschiedliche Shore-Härten für die Umspritzungen der Zugentlastungen und Steckverbindern
• Realisierung individueller, an die Applikation angepasste, Anforderungen nach Kundenvorgabe
• DIN EN 61076-2-104:2014 & Schutzklassen: IP67 und IP68

Kabelkonfektion
Rundsteckverbinder Kabel für Industrieanwendungen
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